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研究開発の成果

・微細三次元形状（直径10µｍ以下の半導体チップTSV等）を精密に測定するニーズが増加している。
・直径が10 μm以下の微小径穴や溝、側壁粗さの測定は、従来技術では非破壊では不可能。
・直径1µm以下の極小径光ファイバの接触式スタイラスを用いることにより、高アスペクト比の深穴（深溝）を有する
微細形状を数nmの分解能で非破壊にて測定可能な装置を開発した。

■微細三次元形状測定機用スタイラス
・シャフト径：φ0.4μm、先端球：Sφ1.2μmの光ファイバ製接
触式スタイラスを開発した。
・測定対象物に合わせてシャフト、先端球径のバリエーションあり。
・側壁粗さ測定用に先鋭化スタイラスも製作可能。

■微細三次元形状測定機
・測定分解能：5 nm以下、繰り返し精度：10 nm以下を実現
した三次元形状測定機を開発した。
・三次元形状を高精度に計測可能な計測アルゴリズムを開発した。
・直径が10μm穴を確認出来る観察装置を開発した。
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平成２８年度採択 接触式光ファイバスタイラスにより数μm径（幅）・深さ数百μmの微小径深穴
（深溝）のナノ単位計測を非破壊にて可能にする世界初の３次元形状測定装置の研究開発

株式会社稲築サイエンス（福岡県) 主たる技術：測定計測

スタイラス先端球
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測定機外観 計測ソフトウェア

φ30μmTSV穴測定例
（真円度を2.5倍拡大して表示）


